
Objetivos da Unidade Curricular

Explicar as diferentes técnicas de deposição de filmes finos e aplicações em ciência e na indústria.

 

Demonstrar as vantagens e limitações de cada técnica para a deposição de materiais supercondutores, semicondutores e óxidos.

 

Explicar o efeito dos parâmetros de deposição na estrutura dos filmes obtidos, desde os filmes granulares, a filmes epitaxiais e multicamadas.

Pré-requisitos

Sem pré-requisitos

Conteúdos

Introdução às técnicas físicas e químicas de deposição de filmes finos.

Pulverização catódica (MS); deposição por laser pulsado (PLD); epitaxia de feixe de iões (IBE); canhão de electrões (EBE) e evaporação térmica. Técnicas de 

deposição em fase gasosa (CVD)

Aspectos técnicos e aplicações típicas em investigação científica e indústria.

Técnicas de caracterização de filmes finos

 

Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica

1. Resumo sobre os princípios gerais de técnicas de preparação de filmes finos. Conjunto de aulas teóricas dedicadas à apresentação genérica de métodos 

de deposição, focando de forma mais aprofundada as técnicas disponíveis para utilização pelos estudantes.

2. Deposição de filmes finos usando diferentes técnicas durante um conjunto de trabalhos de laboratório. Filmes metálicos e multicamadas serão 

preparados usando diferentes técnicas de deposição como MS, PLD, EBE e IBE. Em paralelo serão preparados filmes isolantes e semicondutores usando 

técnicas de CVD e PLD.

3. Será estudada a influência das condições de deposição e composição química específica nas características dos materiais preparados, com enfâse para o 
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controlo da temperatura do substrato, a composição gasosa e pressão respectiva no caso da deposição de filmes granulares cerâmicos e metálicos.

4. Caracterização das propriedades estruturais e físicas dos filmes depositados usando diferentes técnicas complementares (difracção de Raios X, 

AFM/MFM, magnetometria SQUID, medidas de transporte eléctrico) e análise das correlações existentes entre o método e condições de deposição e as 

propriedades dos filmes obtidos.
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Outros elementos de estudo

 

Métodos de Avaliação

A avaliação baseia-se na participação nas aulas práticas, na apresentação de um ensaio de deposição e na discussão de um artigo científico

 

Língua de ensino

Português

 


